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Spojovaci technika lepenim nabyva v oblasti elektroniky stale vice na vyznamu. Hlavnim dd-
vodem je trend smérujici k miniaturizaci moduld, montaznich skupin a finalnich produktgi.
Lepidla jsou idealné vhodna pro rychlé, bezpecné, trvalé a cenoveé vyhodné spojovani nej-
razné€jsich materiald na malém prostoru - napft. v technologii flip-chip (po usazeni ¢ipu se
jeho kontakty propoji v ramci jedné vyrobni operace). Kromé toho se lepidla s tspéchem
pouzivaji také tam, kde je vyzadovana vysoka spolehlivost pri zalévani ¢ipl - pouze diky
vhodné zalévaci hmot€ je mozné Ucinn€ chranit jemné struktury na Cipu a dratky pred me-
chanickym namahanim a vlivy okolniho prostredi. Dalsi skutecnosti, se kterou se musi vy-
poradat konstruktéri a technologové v oblasti elektroniky, jsou pozadavky jednak na neu-
stale se zkracujici doby vyrobnich takt(, jednak na ndkladové vyhodnéjsi realizaci montaze.
Toto jsou ddvody, proc¢ v posledni dobé znac¢né roste poptavka po lepidlech s kratkou do-
bou vytvrzovani a souc¢asné schopnosti zachovat duleZité vlastnosti produktu. Tyto aktualni
trendy vedou ke kontinualnimu vyvoji inovaénich lepidel s vyspélou technologii.

Trend 1: Zkracené vyrobni procesy
s epoxidy rychle vytvrzovanymi teplem

Obzvlasté v pramyslové vyrobé jsou po-
Zadovéna lepidla s co nejkratsi dobou vytvr-
zeni, kterd umoziuji maximalné urychlit vy-
robni proces. Pfi osazovani desek s ploSny-
mi spoji miniaturnimi soucdstkami je tfeba
resit technické problémy, jako je napft. upev-
néni civek, lepeni senzorl nebo utésnéni pi-
lek pouzder. Epoxidy vytvrzované teplem,
které se pouzivaji v automobilovém primys-
Iu a v elektronice jiz mnoho let, maji vSak
dobu vytvrzovani obvykle del-
§i neZ lepidla vytvrzovana UV
zafenim nebo svétlem. Z tohoto
divodu predstavuje jejich dalsi
vyvoj obzvlastni vyzvu pro vy-
vojéfe, nebot u nich musi byt za-
chovény vlastnosti, jako je napf.
velkd pevnost, dobra chemicka
odolnost ¢i pouZitelnost pfi vy-
sokych teplotach. S nové vyvi-
nutymi jednoslozkovymi lepidly
z epoxidové pryskyfice, mezi
které patfi napt. DELO-Mono-
pox MKO055 nebo DELO-Mo-
nopox MKO040, je mozné doséah-
nout podstatné kratSich dob vy-
tvrzovani. Vzhledem k tomu, Ze
dvouslozkova lepidla vytvrzo-
vand teplem se nesnadno zpra-
covavaji pfi malém davkovaném
mnozstvi fadové desetin miligra-
mu, zda se byt pouZiti jednosloz-
kovych teplem vytvrzovanych
lepidel jako idealni — v rychlych
vyrobnich procesech je mozné
diky tepelnym (thermodovym)
procesim dosahovat minimal-
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Trend 2: Miniaturizace - technologie
flip-chip

Na reformé techniky lepeni se v uplynu-
lych letech podilely také inovace v oblasti mi-
kroelektroniky. Proto se stale vice prosazuji
nové standardy v pouzdieni Cipll. Ze strany
vyrobct elektronickych soucastek je prede-
v§im velkd poptavka po technologii flip-chip,
ktera se pouziva pfi vyrobé nezapouzdrie-
nych polovodi¢l. Oblastmi pouZiti jsou ,,chyt-
ré* Cipové karty Smart Cards (napft. elektro-
nické karta zdravotniho pojisténce), ,,chyt-
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Obr. 1. Lepeni miniaturnich soucdstek na desku s plosnymi

pro Ceskou republiku

ré* Cipové Stitky Smart Labels (elektronické
Stitky s polovodiCovym Cipem) a antény, na
které lze ukladat data. Rozhodujicim tech-
nologickym krokem je pfitom pfilepeni po-
lovodicového Cipu k substratu. Zde umoz-
Huji nevodiva lepidla NCA (Non-Conductive
Adhesives) a anizotropni vodiva lepidla ACA
(Anisotropic Conductive Adhesives) od spo-
le¢nosti DELO Industrie Klebstoffe efektivni
feSeni diky sekundovému a spolehlivému spo-
jeni polovodic¢ového Cipu a antény.

Obr. 2. Technologie flip-chip - spolehlivé kon-
taktovani lepidly NCA/ACA

U technologie flip-chip je polovodic¢ovy
¢ip na strukturované aktivni strané opatfen
jiZ od vyrobce kulovymi kontaktnimi plos-
kami — tzv. bumps. Takto predupraveny Cip
je nasledné vtlacen aktivni stranou do meta-
lizace substratu. Cilem je dosdhnout spoleh-
livého kontaktovani (elektrického propojeni)
s vynaloZenim minimdlni doby pro zalisovani
v primyslovych vyrobnich procesech.

Anizotropni vodivé lepidla, jako napf.
DELO-Monopox AC, jsou plnéna vodivymi
¢asticemi v nizké koncentraci, a nejsou pro-
to v kapalném stavu vodiva. Na lepici plo-
chu substratu se rovhomérné nanese lepidlo,
poté se priloZi flip-chip a nakonec se lepidlo
vytvrdi thermodou (péjeci tvarovkou) za po-
uziti prislusného tlaku a teploty. Pfi priloZe-
ni ¢ipu dojde k sevieni vodivych ¢astic mezi
kontakty ¢ipu a substratu, coz vede k vytvo-
feni elektrické vodivosti ve sméru z.

Typické vytvrzovaci parametry jsou 6 az
20 s pfi 150 az 190 °C s pouzitim thermody.
Ani pfi skladovani v délce vice nez 1 000 h
pfi teploté 85 °C a vlhkosti vzduchu 85 % ne-
dojde ke zvyseni prechodového odporu kon-
taktd o vice nez 10 mQ. Tento téméf kon-
stantni pfechodovy odpor kontaktl je za-
kladem pro dlouhodobou stalost, a tim pro
spolehlivost soucastek.

Dalsi moZnosti je pouziti nevodivych le-
pidel (napt. DELO-Monopox NU) ve spoje-
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ni se zapustnymi bumps (kulovymi kontakt-
nimi ploskami). Pfitom se vytvoii elektricky
kontakt vlisovanim zapustnych bumps tohoto
¢ipu do kontaktni plochy substratu — lepidlo
zde ma za tkol fixovat flip-chip v dané polo-
ze. Oba typy produktd, tj. jak lepidlo NCA,
tak i lepidlo ACA, umoziuji dodrzet extrém-
né kratké doby taktd, a tim dosdhnout maxi-
mdlni rychlosti zpracovani. S pouZitim jedno-
ho kilogramu lepidla Ize spojit az deset mili-
ont téchto Cipu. To jsou divody, pro¢ lepidla
NCA/ACA predstavuji nejekonomic¢téjsi vari-
antu pro spojovani Cipll se substraty.

Trend 3: Zaliti ¢ipu - vétsi spolehlivost
pro nezapouzdiené Cipy

Elektronické soucastky pouzivané v auto-
mobilovém primyslu a v primyslovych vy-
robcich §pickové kvality jsou vystavovany ex-
trémnim zatéZim — pracuji v Sirokém rozsa-
hu teplot, plisobi na né silné vibrace a velké
sily a Casto pfichdzeji do styku s agresivnimi
médii. A to vSe za situace, kdy jsou vyrabéné
Cipy stale mensi a citlivEjsi.

Nezapouzdieny polovodicovy Cip je prile-
pen k desce s ploSnymi spoji a elektricky pro-
pojen s proudovym obvodem jemnymi dratky.
K ochrané jemnych struktur na ¢ipu a drat-
k@ se musi Cip zalit vhodnou hmotou. Pouze
timto zplisobem lze zajistit u¢innou ochranu
¢ipu prfed mechanickym namahanim (napf.

vibracemi, kolisdnim teploty atd.) a pted vli-
vy okolniho prostiedi (napf. vlhkosti, koro-
zi apod.). Technicky je tato ochrana zajisté-
na zalitim ¢ipu do tekuté pryskyficové mat-
rice, napf. lepidlem z epoxidové pryskyfice,
a nasledné tepelnym vytvrzenim (tzv. meto-
da glob top).

Obr. 3. Zaliti Cipu metodou glop top na desce
s plosSnymi spoji

Zv14sté jednoslozkové epoxidové prysky-
fice vytvrzované teplem (napf. DELO-Mono-
pox GE) spliiuji poZadavky na vysokou tro-
ven spolehlivosti pfi vyrobé moduld, které
jsou uréeny pro pouZiti v automobilovém pri-
myslu nebo v primyslovych zafizenich s né-
ro¢nym provozem. Zalitim ¢ipu a propojova-
cich dratkl na desce s ploSnymi spoji doché-
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zi ke spojeni riznorodych materiald, které se
pri zménach teploty nestejnomérné roztahu-
ji, resp. smrstuji — dochazi k tzv. tepelnému
nepfizpisobeni. Vlivem tohoto jevu dochazi
v tomto kompozitu k pnuti, které znané za-
visi na souciniteli tepelné roztaznosti (CTE —
Coefficient of Thermal Expansion) zaléva-
ci hmoty. Aby bylo moZné toto pnuti mi-
nimalizovat, je tfeba co nejvice prizplisobit
soucinitel tepelné roztaznosti zalévaci hmo-
ty soucinitelim tepelné roztaznosti ostat-
nich materidld (kfemikovy ¢ip 4 ppm/K, zla-
té dratky 14 ppm/K, deska s ploSnymi spo-
ji 0 az 20 ppm/K). Nejlepsi vysledky jsou
v praxi dosahovany s vyrobky, jejichz CTE <
<20 ppm/K (napf. plnéné jednoslozkové epo-
xidové pryskyfice DELO). Dalsi vyhodou ¢i-
povych zalévacich hmot DELO-Monopox GE
je velmi dobra tepelnd a chemickd odolnost
a rovnéZ nizky potencidl dovytvrzovani.

Pouziti lepidel pfi vyrobé v oblasti elektro-
niky je velmi rozmanité. Lepeni miniaturnich
soucéstek na desky s ploSnymi spoji, utésiio-
vani pouzder, ¢ipové zalévaci hmoty nebo
lepeni technologii flip-chip stavi vyvojafe
v této oblasti pred stile nové vyzvy. Spolec-
nost DELO Industrie Klebstoffe nabizi Siroké
spektrum na miru Sitych feSeni pro specidlni
pouZiti — zv1asté tam, kde jsou kladeny vysoké
poZzadavky na materidly, kratké doby vyrob-
nich taktd a rychlé vyrobni procesy.

DELO

Leading by intelligent bonding technology

Napr.:
= Ochrana soucastek pred
manipulaci

= Ochrana elektrolytickych
kondenzatort pred
vibracemi

= | epidla NCA nebo ACA
pro technologii flip-chip

= Fixace civek

Vyhody:

= Vytvrzeni béhem nékolika
sekund

= Dobra chemicka odolnost

= Pouziti pfi vysokych
teplotach

DELO Industrie Klebstoffe
tel.: +49 8193 9900-0
e-mail: info@DELO.de
http://www.DELO.de
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